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大面PQR電鑄機開發計S

TU科技股份有限公司

■計畫目標

　　開發大面積k密cy�7機

■執行成果

1.已開發[一部大面積k密cy�7機�型。

2.已於¬家廠商ñ相Z合FE5。

■新產品∕新技術∕新設計∕新材料簡介

　　本計畫開發之大面積k密cy�7機ó要4利用cy機b在�7過程中HI

目前傳統��機之:£õ�£ÂÞ�7時間過J之��µó要技術�先�目µ

1.大面積µ3傳統15-20公分，新技術50*60Cm。

2.-.k£µ3傳統:JYk£。

3.�層õ�£µ3傳統:JYõ�性。

4.機構設計µ:®Y§性�及簡n·F特性。

■技術合作單位及合作內容

1.y$ò單#µ工業技術0¨院材B0¨所�[6屬c

2.y$ò內�µ

(1) 設計ÁÂß3。

(2) �7試驗。

(3) mã7Ô。
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(4) 5利構tUV。

■成果應用領域

1.LYpq

(1) ¥��,頭之¥É片

(2) CD及DVD�出�w(stamper)

(3) LCD 用Ñ¯*�出�w

(4) k密6屬�ºá*(metal stencil for SMT, BGA, CSP, Flip Chip)

(5) 平面ÓÇ器製程用蒸�w

(6) È醫及生�產品

2.Û來pq

(1) <圓銅製程(12Ë)<圓r<式Ai�®��

■專案執行重要心得

　　開發�成之V，ót公司Y機會YÎ�機�高�技產業，h於÷^之<圓代

工廠�級到新世代<圓技術óÝ-銅製程，�[Ai廠�級到r<式Ai(Flip

Chip)及<圓級Ai(WLCSP)的過程中機§設¡可以一f發t而ÆÎ高�技��

之設¡¼應行Ö；D時也將公司ô式設¡產品�·Õl�ßy型�Î��設¡，

»û技術之層È。




